Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do fotolitografii w nadfiolecie (DUV) 

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania submikrometrowej fotolitografii na płytkach półprzewodnikowych AIII-BV.
	potwierdzić

	7. 
	Rodzaje procesów
	Centrowanie i naświetlanie emulsji światłoczułych na podłożach półprzewodnikowych GaAs, GaSb InP oraz heterostrukturach epitaksjalnych na bazie AlGaAs, AlAs, AlGaSb, InGaAs, InAs, InGaSb, InAlAs, InAlSb, GaAs, GaSb, InP na podłożach GaAs, GaSb i InP oraz warstwach dielektrycznych SiO2, Si3N4 i Al2O3.

Rozmiar płytek od 5mmx5mm do 3”.
	potwierdzić

	8.
	System centrowania


	Tryby pracy:

Standardowa litografia UV

Oświetlenie promieniowaniem podczerwonym (IR) podczas procesu centrowania.
	potwierdzić



	
	
	Centrowanie na płytkach o rozmiarach od 5mmx5mm do 3”.
	potwierdzić

	
	
	System centrujący z precyzyjną śrubą mikrometryczną w kierunku X, Y, (. 
	potwierdzić 

	
	
	Możliwość przesuwu podczas centrowania X=min±5mm, Y=min±5mm, (=min±50.
	potwierdzić 

	
	
	Mikroskop z rozszczepionym polem pracujący w trybie UV (dla płytek o wielkości od 5mmx5mm do 3”) z optycznym powiększeniem  ≥150.
	potwierdzić

	
	
	Możliwość centrowania małych płytek poprzez zminimalizowanie odległości między obiektywami.
	potwierdzić

	
	
	Mikroskop przeznaczony do centrowania w oświetleniu promieniowaniem podczerwonym.
	potwierdzić

	
	
	Zakres przesuwu manipulatora mikroskopu X=min±40mm, Y=min+30mm,-50mm, (=min±40.
	potwierdzić

	
	
	Dodatkowy system video dla trybu pracy w podczerwieni.


	potwierdzić

	9.
	System naświetlania
	Tryby pracy: (kontakt pomiędzy naświetlaną płytką a maską fotolitograficzną):

proximity (zbliżeniowa), kontaktowa (hard, soft, vacuum contact).
	potwierdzić

	
	
	Jednorodność lepsza niż 3% dla płytek 3”.
	potwierdzić

	
	
	Uniwersalna lampa dla całego zakresu długości fali 250nm-450nm.
	potwierdzić

	
	
	System optyczny redukujący efekt dyfrakcji, zwiększający rozdzielczość i poprawiający jakość krawędzi struktur. 
	potwierdzić

	
	
	Uniwersalny zintegrowany system optyczny dla zakresu długości fali 250nm-450nm.

System powinien mieć możliwość pracy w trybie DUV (250nm) bez konieczności wymiany soczewek.
	potwierdzić

	
	
	Możliwość ekspozycji na płytkach o wielkości od 5mmx5mm do 3”, także dla płytek o nieregularnych kształtach.
	potwierdzić

	
	
	Obudowa z lampą z regulowaną mocą przy stałej intensywności.
	potwierdzić

	
	
	Zasilacz lampy umożliwiający regulację mocy przy zachowaniu stałej intensywności. 
	potwierdzić

	10.
	Rozdzielczość
	≤1µm
	podać rozdzielczość

	11.
	System centrowania z oprzyrządowaniem dla litografii nanoimprint  
	zapewnione
	potwierdzić

	12.
	Półautomatyczne ładowanie płytki ze wstępnym centrowaniem na stoliku
	zapewnione
	potwierdzić

	13.
	Uchwyty do masek
	Dla płytek o wymiarach 1”,2” i 3” oraz masek o wymiarach od 2”x2” do 5”x5”.
	potwierdzić

	
	
	Grubość maski do 5mm.
	potwierdzić

	
	
	Możliwość łatwej wymiany masek.
	potwierdzić



	14.
	Uchwyt do wzorca nanoimprint
	zapewnione
	potwierdzić



	15.
	Stoliki do płytek
	Dla płytek o wymiarach od 5mmx5mm do 3”.
	potwierdzić



	
	
	Stolik dla trybu pracy w podczerwieni.
	potwierdzić

	
	
	Grubość płytek do 2mm.
	potwierdzić

	16.
	Ręczny system ładowania i rozładowywania płytek


	zapewnione
	potwierdzić



	17. 
	Programowalny Kontroler Logiczny (PLC) umożliwiający przechowywanie i kontrolę parametrów procesu


	zapewnione
	potwierdzić

	18.
	Sucha pompa próżniowa
	zapewnione
	potwierdzić

	19.
	Wymiary urządzenia 
	Max (W)700mmx(D)900mmx(H)700 mm.
	podać wymiary

	20.
	Stół antywibracyjny z kamiennym (granitowym) blatem z układem amortyzującym
	zapewnione
	potwierdzić

	21.
	Czujnik intensywności światła dla 240nm
	zapewnione
	potwierdzić

	22.
	Laboratoryjny system do nakładania rezystu
	Dla płytek do 5”.
	potwierdzić

	
	
	Szybkość obrotów do 6000 rpm.
	potwierdzić

	
	
	Co najmniej pięćdziesiąt, dziesięcioetapowych programów wirowania.
	potwierdzić

	
	
	Stolik próżniowy dla płytek o wymiarach od 5mmx5mm do 1”.
	potwierdzić

	23.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
	maksymalnie 18 tygodni od daty podpisania umowy
	podać termin wykonania zamówienia

	24.
	Dwuetapowy test akceptacyjny:

a) Wstępny test akceptacyjny w siedzibie dostawcy

b)Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	Sprawdzenie jednorodności, rozdzielczości i powtarzalności procesów fotolitografii na płytkach 3” przy użyciu testowej maski fotolitograficznej dostarczonej wraz z urządzeniem.
	potwierdzić

	25.
	Bezpłatne szkolenie trzech osób w siedzibie zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić

	26.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić

	27.
	Części zużywalne w okresie gwarancji urządzenia
	zapewnione
	podać wykaz części zużywalnych

	28.
	Dostępność części zamiennych
	w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	29.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego 
	w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	30.
	Zapewnienie wsparcia technicznego i technologicznego 
	w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	31.
	Okres gwarancji 
	minimalnie 12 miesięcy
	podać okres gwarancji

	32.
	Wymagania instalacyjne
	zapewnione
	podać wymagania instalacyjne urządzenia 


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
3

